
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

                                

Building Solution Srl in collaborazione con 
Fassa S.r.l. organizza 

OPEN DAY  
“pranzo con Fassa Bortolo” 

 
 LUNEdi’ 

21 LUGLIO 2025 

 
 

 
Building Solution Srl  

Via Sant’Ignazio di Loyola 91 

Napoli (NA) 

 

Dalle ore 12:00 alle 13.00 

Il consulente Fassa sarà a disposizione per 
informazioni e materiale illustrativo. 
 
 
Dimostrazione con applicazione pratica dei 
prodotti a cura di istruttore addetto all’Assistenza 
Tecnica. 
 

SOLUZIONI DEL SISTEMA 
INTEGRATO FASSA BORTOLO 

  

   

Compila il form per ricevere 
aggiornamenti su prodotti e soluzioni 

  

 

  

 

Per informazioni e adesioni contattare:  
agente Fassa di zona Antonio Piesco (338 7647265) oppure  
Building Solution Srl (081 5452803) 
 

Sistema ripristino per il calcestruzzo 
Importanti novità per la linea GEOACTIVE: 

 
DUE NUOVE MALTE RAPIDE IN R4 per rispondere alle esigenze 

di performance elevate in diverse condizioni ambientali e 
molteplici necessità di intervento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA posa pavimenti e rivestimenti 

Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti con le soluzioni per intervenire in tutte le 
problematiche relative a fondi di posa, impermeabilizzazione, adesivi e riempitivi 
per fughe. FASSA LAMINA SYSTEM è la nuova gamma di membrane 
desolidarizzanti marchiata Fassa Bortolo, per la protezione e durabilità delle 
superfici. La linea si compone di 3 prodotti innovativi: AQUAZIP LAMINA 3D, 
AQUAZIP ECO-LAMINA 2D, FASSAFLOOR LAMINA TEX. 

AQUAZIP BARRIER SYSTEM la nuova linea di prodotti destinata al mondo delle 
coperture piane, utilizzate per la protezione impermeabile delle coperture piane, 
con le loro caratteristiche di riflettanza ed emissività, offrono contributi importanti 
sia in termini di miglioramento del comfort, soprattutto estivo, degli ambienti 
interni sia in termini di riduzione dell’effetto isola di calore che caratterizza gli 
ambienti urbani. 

 

 

 


